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√ AI運算加速晶片- 4~6倍效能

√ 7軸自主移動機器人控制晶片
22倍控制頻率， 350倍功率效能

√ 次世代基因定序資料分析晶片
基因定序與變異分析由數天縮短到

半小時以內
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台大楊家驤研究團隊與中心五位同仁



規模最大

最具權威

水準最高

晶片設計最高殿堂

需要有很優秀的成果才能於ISSCC發表

國際頂尖學校於系統晶片相關共發表12篇

有「晶片設計奧林匹克」美稱
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source: https://www.semianalysis.com/p/the-tesla-dojo-chip-is-impressive
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面積: 645 mm2

7nm 製程

500億顆電晶體

繞線總長度:
超過17.6公里



設計理念上如樂高積木，複雜的系統晶片先架構好地基

客製化電路

學校

軟體應用程式

處
理
器

低速周邊
(聲音感測器)

內部記憶體 外部動態記憶體

匯流排連線控制器

時脈
產生器

高速周邊
(影像感測器)

類比
電路

系統晶片設計平台

智慧語音
物件辨識
多媒體
通訊
娛樂
醫療
自動駕駛
安全監控
物聯網
智慧城市
智慧生活
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AI晶片設計平台.mp4
AI晶片設計平台.mp4
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亮眼成果如何達成

客製化系統
晶片的困難

學界博士班
人力不足

客製化
系統晶片

碩士班畢業
壓力
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設計實作服務
IC Design 
Service

系統規格
System Spec.

ASIC是指專為｢特定應用需要」或「特定客戶需要」而量身打造的低成本、低功耗、高效能晶片

FPGA是可程式化邏輯晶片，能根據應用重新規劃電路功能，可協助系統晶片之設計與除錯驗證
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缺乏展示系統驗證過程耗時設計流程複雜

包含
晶片設計平台 系統驗證平台

1. 晶片實作服務 2. 設計驗證加速 3. 晶片系統應用展示1. 晶片實作服務
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TSRI支援學研單位
專業的設計團隊

晶片
設計流程複雜

有效加速
設計流程

晶片設計平台
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2顆電晶體組成的電路圖

30億

TSRI支援專業晶片設計團隊

省下約30%矽晶面積

一個300萬元的設計案可節省約100萬元
節省學界設計與晶片實作的時間約半年
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晶片設計平台 系統驗證平台

1. 晶片實作服務 2. 設計驗證加速 3. 晶片系統應用展示2. 設計驗證加速
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以往透過軟體進行系統功能驗證
與除錯每次需花費數天時間

系統驗證平台

直接在系統驗證平台，以硬體電
路進行驗證只需40分鐘

TSRI 開發出

16



晶片設計平台 系統驗證平台

1. 晶片實作服務 2. 設計驗證加速 3. 晶片系統應用展示3. 晶片系統應用展示

17



晶片
缺乏展示系統

學研單位節省
最後一哩路

TSRI支援學研單位
晶片展示系統

TSRI 開發出

簡化高效的電路板

開箱即用

 只需將符合接腳規格的晶片安裝在平台上
的晶片插座即可進行應用展示(如CPU安裝
於主機板上)

 往常學研界為了展示必須另外再自行開發
系統電路板

 可節省完成晶片到系統展示的最後一哩路
至少縮短6個月時程
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簡化高效的電路板

 可取代學研界以往只能觀測波形圖表

 只要將晶片安裝在平台上的晶片插座

 載入軟體映像檔即可進行物件偵測或影像分割等
內容的應用展示
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設計流程複雜 驗證過程耗時 缺乏展示系統
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原需 2~3年系統晶片開發時程縮短成約 1 年
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客製化系統晶片設計平台
正式開放

歡迎學研界申請使用
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學研單位研發系統晶片
設計服務

矽智財（IP）

系統驗證平台
電路板

晶片設計及
驗證工具

高階運算
伺服器

晶片設計平台
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